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（ボリュームゾーン人材）

九州半導体人材育成等コンソーシアム 人材育成WG2022年度活動報告
https://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/jyoho/oshirase/230404_1.html
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熊本大学工学部では、時代の期待に応えるために、令和6
年度4月より、国内の大学で初めてとなる半導体技術者・
研究者の育成に特化した学士課程「半導体デバイス工学課
程」を創設しました。従来の学科は一つの学問分野を集中
的に学習するのに対して，課程では1つの応用分野に向け
て必要なことを学問分野を超えて学習します。 半導体デ
バイス工学課程では、半導体の専門領域の学習を軸にしつ
つ，必要な学問については既存の学科（材料・化学・電気
・電子・情報・機械など）の枠を超えて学習します。 特
徴としては、半導体デバイスの研究開発に必要な数学・物
理・化学・材料・機械分野の基礎科目から、半導体デバイ
スのプロセス、システム設計、評価技術などの高度な専門
的能力を習得できることがあります。

特化特化 特化特化

実現のために既存教員の再配置＋教員増員

熊本大学工学部 半導体デバイス工学課程
Semiconductor Device Program, Faculty of Engineering, Kumamoto University

熊本大学工学部
既存4学科

新設課程(2024.4)

「半導体デバイス工学」
を軸に各分野を網羅

定員(1年生) 20名
＋3年次編入生 20名



工学部 半導体デバイス工学課程 カリキュラムツリー

豊かな教養

確かな専門性

創造的な知性

社会的な実践力

情報通信技術の
活用力

汎用的な知力

グローバルな視野

ディプロマ・ポリシーに
おける学習成果学習・教育

到達目標

(A) グローバル

(B) 倫理・モラル

(D) 情報学

(C-1) デバイス設
計

(E) 立案力

(F) 課題解決力
(G) 協働力

(H) コミュニケー
ション力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次
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インターンシップ

安全工学 知的財産
権
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Ⅰ
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計

総合
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Ⅰ
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ｼｽﾃﾑ論

情報処理概論

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐ
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（Project Based

Learning）
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「半導体デバイス工学」
を軸に各分野を網羅



熊本大学 大学院自然科学教育部 半導体・情報数理専攻

2024年度入学者まで 2025年度入学者から
専攻 入学定員

自
然
科
学
教
育
部

博
士
前
期
課
程
（
修
士
課
程
）

理学専攻 110

土木建築学専攻 75

機械数理工学専攻 65

情報電気工学専攻 103

材料・応用化学専攻 90

専攻 入学定員

理学専攻 110

土木建築学専攻 75

機械ｼｽﾃﾑ工学専攻 55

電気電子工学専攻 63

材料・応用化学専攻 90

半導体・情報数理専攻 120

※博士後期課程（定員22）も新設

・半導体システム教育プログラム
と情報数理教育プログラム

・数理・データサイエンス、情報
工学、半導体デバイス工学に関す
る確かな基礎学力と論理的思考能
力を基盤に、より高度な専門知
識・技術を身に付け、社会の持続
的発展に貢献できる人材を育成

・AIやデータサイエンス関連科目
を履修

・半導体、情報、数理以外のバッ
クグラウンドを持つ入学生には、
基礎学力を補足するリメディアル
教育系科目を提供



中学校

高 専
（本科・5年間）

大 学（4年間）

大学院（2～5年間）

高 校（3年間）

専攻科
（2年間）

進 学

編入学

大学院自然科学教育部
半導体・情報数理専攻
（2025年度新設）
令和7年4月修士課程入学生
第2期募集中（願書受付1月6日～10日）

令和8年4月修士課程入学生
来年夏に募集

工学部 半導体デバイス工学課程
（2024年度新設）
令和8年4月編入学生
来年春～夏に募集

高専の皆さんの進路（半導体のプロフェッショナルになる道）
就職
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想定される進路・就職先

企画・設計

半導体に関係する業種・業界材料・薬品

半導体製造
（デバイス・プロセス・実装・テスト）

アプリケーション
（製品）

アプリケーション
（サービス）

半導体学科(課程)卒業＝半導体メーカーに就職 (クリーンルームで働く)
ではありません！

製造装置



想定される進路・就職先
材料・薬品

企画・設計

製造装置

アプリケーション
（サービス）

アプリケーション
（製品）

半導体に関係する業種・業界

半導体学科(課程)卒業＝半導体メーカーに就職 (クリーンルームで働く)
ではありません！

半導体製造
（デバイス・プロセス・実装・テスト）

JASM(ファウンドリ), 
KIOXIA(フラッシュメモリ)
ウエスタンデジタル(フラッシュメモリ), 
マイクロン(フラッシュメモリ), 
ソニー (CMOSイメージセンサ),
ルネサスエレクトロニクス(SoC), etc…

東京エレクトロン(コーター・現像装置),
アドバンテスト(計測装置),
キヤノン(露光装置), SCREEN(洗浄装置)
ディスコ(切断・加工装置),
レーザーテック(検査装置), etc…

信越化学, SUMCO(シリコン基板), 凸版印刷, 大日本印刷(フォトマスク), 
JSR, 東京応化工業(フォトレジスト), ダイキン(洗浄薬品), 
ADEKA, エア・ウォーター(高純度ガス), etc… 電気電子機器メーカー,

通信機器メーカー,
自動車メーカー, etc…

通信キャリア,
ITサービス,
流通, 交通, 
インフラ, etc…

研究機関 産業技術総合研究所,
物質材料研究機構, 海外(imec, ihp...)

教育機関(教員) 大学・高専

補足資料に「世界の半導体市場と主要なプレイヤー」を掲載

ルネサスエレクトロニクス,
ソニー,
ソシオネクスト,
メガチップス, etc…
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半導体デバイス工学課程（学部）令和8年度4月編入学生 実施予定

募集要項・試験日程は熊本大学Webサイトから最新情報を取得してください
https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/sonota/hennyu/kougakubu

第1期募集（推薦入試・一般入試）
推薦入試 出願期間: 令和7年 4月下旬～5月上旬

試験日: 5月中旬
合格発表: 5月下旬
推薦出願資格: 高専本科第4学年の学科内成績が上位25%以内であること

一般入試 出願期間: 令和7年 6月上旬～中旬
試験日: 7月中旬
合格発表: 7月下旬

出身学科: 理工系全学科
試験内容: 面接試験（専門分野及び数学についての口頭試問を含みます）

 英語資格・検定試験スコア
※試験日当日に、過去2年以内に受験したTOEIC L&RまたはTOEFL iBTの
スコアの原本提出が必要です（TOEIC IPは不可）

※応募状況によっては、11月頃に第2期募集（追加募集）を行う場合があります

推薦要件を
拡大しました



半導体情報数理専攻（大学院）令和7年度4月修士入学生 募集要項

募集要項は熊本大学Webサイトから取得してください
https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst/admission/

第2期募集
出願期間: 令和7年1月6日(月)～1月10日(金)
試験日: 令和7年1月23日(木)
合格発表: 令和7年2月6日(木)

第2期募集の内容
出身学科: 理工系全学科
試験内容: 口述試験（専門科目, 卒業研究, 入学後の研究計画, 志望動機などの試問）
※試験日当日に、過去2年以内に受験した英語資格・検定試験
（TOEIC L&RまたはTOEFL iBT）のスコアの原本提出が必要です（TOEIC IPは不可）

第1期募集（推薦入試・一般入試）は終了しました
推薦入試 出願期間 令和6年8月22日(木)～8月28日(水), 試験日9月20日(金)
一般入試 出願期間 令和6年8月22日(木)～8月28日(水), 試験日9月28日(土)



半導体情報数理専攻（大学院）令和8年度4月修士入学生 実施予定

募集要項・試験日程は熊本大学Webサイトから最新情報を取得してください
https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst/admission/

第1期募集（推薦入試・一般入試）
推薦入試 出願期間: 令和7年 5月下旬

試験日: 7月上旬
合格発表: 7月中旬
※学校推薦型出願（学部/高専からの推薦書が必要）と
自己推薦型出願 の2種類があります

試験内容: 口述試験（専門科目、卒業研究、入学後の研究計画、
   志望動機などについての試問）

一般入試 出願期間: 令和7年 7月中旬
試験日: 8月中旬～下旬
合格発表: 9月上旬

試験内容（予定）: 筆記試験（専門科目）、英語資格・検定試験スコア
 面接

※応募状況によっては、翌年1月頃に第2期募集（追加募集）を行う場合があります



定員 推薦 第1期募集 第2期募集
（実施する場合）

学部

半導体デバイス工学課程

3年次編入試験

20
名

願書受付期間 4月下旬～5月上旬 6月上～中旬 10月上旬

試験日 5月中旬 7月中旬 11月上旬

合格発表

入学

5月下旬

翌年4月

7月下旬

翌年4月

12月上旬

翌年4月

大学院

半導体・情報数理専攻

修士課程入試

120
名

願書受付期間 5月下旬 7月中旬 1月上旬

試験日 7月上旬 8月中～下旬 1月中～下旬

合格発表

入学

7月中旬

翌年4月

9月上旬

翌年4月

2月上旬

4月

学部編入試・大学院入試のスケジュール

必ずWebサイトで最新の情報をご確認ください
3年次編入試 https://www.kumamoto-u.ac.jp/nyuushi/sonota/hennyu/kougakubu

大学院入試 https://www.fast.kumamoto-u.ac.jp/gsst/admission/



編入学&大学院入試には英語能力認定証が必要です

出願時または試験当日に下記（１）又は（２）のいずれか１つを提出する必要がありますので、
間に合うように準備してください。

（１）TOEIC L&R (TOEIC-IPは不可) 公式スコア
（２）TOEFL-iBT 公式スコア

試験日 申込期間 デジタル公式認定証発行予定日
2025年1月26日(日) 2024年10月31日(木)～12月10日(火) 2025年2月14日(金)
2025年2月16日(日) 2024年12月12日(木)～2025年1月6日(月) 2025年3月6日(木)
2025年3月1日(土) 2024年12月23日(月)～2025年1月20日(月) 2025年3月20日(木)
2025年3月16日(日) 2025年1月8日(水)～2025年2月3日(月) 2025年4月3日(木)

直近のTOEIC実施日程（実施会場は要確認）

試験当日に認定証原本を持参して下さい
公式認定証の使用期限を設けています（2年以内に受験したものに限る）

熊本大学Webサイトの入試情報を注意して確認して下さい
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半導体デバイスの用途

他にも
メモリー
センサー
・・・

電気を作る
（太陽電池）

電気をON/OFFする
（スイッチ）

信号を大きくする
（増幅）

計算,判断,指示する
（制御）

デジタル化
10進数：10

↓
2進数：1010



半導体がどこで使われているか？
https://micro.rohm.com/jp/hamamatsu/business/



出典：経済産業省

半導体がデジタル社会を支える基盤技術



半導体の開発手順 色々な分野の技術の集積によって開発
システム、回路、
レイアウト設計

デバイス開発
（構造開発）

プロセス開発
（製造条件開発）

実装開発
（パッケージ開発） テスト開発

構造と製作手順を決定機能と回路を設計 各工程の製造条件を決定

実装パッケージを作製 評価、選別方法を決定

完成

製造装置

半導体材料



半導体の開発手順 色々な分野の技術の集積によって開発
システム、回路、
レイアウト設計

デバイス開発
（構造開発）

プロセス開発
（製造条件開発）

実装開発
（パッケージ開発） テスト開発

構造と製作手順を決定機能と回路を設計 各工程の製造条件を決定

実装パッケージを作製 評価、選別方法を決定

完成

製造装置

半導体材料

情報・電子工学 電気・電子工学
材料工学

電気・電子工学
材料工学
化学

機械工学
物理学

材料工学
化学

材料工学
化学

機械工学
電気・電子工学
材料工学

電気・電子工学
機械工学
材料工学
化学
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(C-1) デバイス設
計

(E) 立案力

(F) 課題解決力
(G) 協働力

(H) コミュニケー
ション力

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

工学倫理

インターンシップ

安全工学 知的財産
権

工学基礎実験
半導体工学

実験Ⅰ

半導体工学
実験Ⅱ

社会と企業

化学物
質管理
学

電気化
学

物理・
化学Ⅰ

物理・
化学Ⅱ 有機化

学基礎

無機化
学基礎

線形代数Ⅰ,Ⅱ 微分積分Ⅰ,Ⅱ

ベクト
ル解析

フーリ
エ解析

電磁気
学Ⅰ

電磁気
学演習
Ⅰ

電磁気
学演習
Ⅱ

電磁気
学Ⅱ

教養科目（Multidisciplinary Studies科目等）

工学英語Ⅰ 工学英語Ⅲ英語A-1, A-2 英語B-1, B2

情報
基礎

(C-3) 材料設計

(C-2) プロセス設
計

総合
実験・実習

数学演習Ⅰ 数学演習Ⅱ

微分方
程式 確率

統計

クリエイティブデザイン基礎

物理
化学

半導体
プロセス

Ⅰ

半導体
プロセス

Ⅱ

状態図と
熱力学

固体内
の拡散 電子材

料工学

結晶回
折学 機器分

析学

電気電
子材料

固体ｴﾚｸﾄ
ﾛﾆｸｽ基礎

量子力
学

物性物
理学基

礎

物性物
理学

半導体
デバイス
工学 信号処

理

半導体デ
バイスⅠ

半導体デ
バイスⅡ

パワーエレ
クトロニク

ス

論理回
路

論理回
路演習

電気回
路Ⅱ

電気回
路演習

Ⅱ

電気回
路Ⅰ

電気回
路演習
Ⅰ

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝ
ｸﾞ方法論 情報理

論

情報基礎A

情報基礎B ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
ｼｽﾃﾑ論

情報処理概論

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐ
ﾝｸﾞ演習

データサイエ
ンス・データ
エンジニアリ
ング・AI概論

電気計
測

ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ
電子回路

アナログ
電子回路

集積ｼｽﾃ
ﾑ設計学

半導体実
装信頼性
工学

プラズ
マ工学

流体力
学I

流体力
学II

伝熱工
学

流体機
械

数学

赤字：新設科目

工学英語Ⅱ 工学英語Ⅳ

卒
業
研
究

                       半導体実習

産学連携PBL
（Project Based

Learning）

半導体
概論

「半導体デバイス工学」
を軸に各分野を網羅



熊本大学黒髪キャンパスVBL棟6階 半導体先端研究クリーンルーム

最新のクリーン環境下のクリーンルームに
半導体プロセス装置を集約

ガイドスクリーン（外乱気流から防御）

プッシュフード 衝突壁（対抗した気流を模擬）

Class 1 クリーンルーム(130㎡)が2023.2 完成

一般の半導体製造ライン



PSPS 配電盤

フォトリソグラフィエリア洗浄・熱処理・蒸着エリア

抵抗加熱蒸着機真空熱処理炉酸化・熱処理炉

超純水製造装置 スパッタ蒸着機 ドラフトチャンバー マスクレス露光機

エッチング装置

クリーン
ファン
ユニット

現在地

見学をご希望の場合は随時承ります



130 m2の新設クリーンルームを備えた新棟を建設中



教員紹介

山本 圭介

IV族半導体材料・デバイス
欠陥評価
新規デバイス(ｽﾋﾟﾝﾄﾛﾆｸｽ・ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ)開拓



教員紹介



• 大学見学, 受験相談, 共同研究のご相談など、随時承ります。

• 高専訪問, 出張（出前）講義等のご要望があればお知らせください。

連絡先
熊本大学工学部 自然科学系事務課 工学部教務担当
TEL 096-342-3522
お問い合わせフォーム
https://www.eng.kumamoto-u.ac.jp/sdp/?p=contact

https://www.eng.kumamoto-u.ac.jp/sdp/?p=contact
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